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OBJETIVO

Formar una pelicula de plata sobre una pieza
prototipo de acrilico auto-reflectante
denominada comunmente “ojo de gato”, a fin
de construir un molde por electroformacion
para la fabricacion de dicha pieza.

DESCRIPCION

La electroformacion es un proceso de
electrodeposicién de metal, que suele utilizarse
para construir moldes para la fabricacion de
piezas de plastico de morfologia compleja, ya
que permite reproducir con exactitud formas y
texturas dificiles de copiar por otros métodos.

El molde se construye a partir de una pieza
similar a la que se desea reproducir, que suele
incluirse en resina epoxidica para facilitar la
conexion eléctrica que le permitira recibir la
electrodeposicién de metal, usualmente niquel
0 cobre, durante un tiempo prolongado, hasta
llegar a un espesor tal que la pieza asi obtenida
cuente con la resistencia mecanica adecuada
para el uso requerido, en este caso, la matriz
electroformada deber4d poder resistir las
solicitaciones a que serd sometida durante los
procesos de produccion de las piezas de
plastico.

Previo a la electrodeposicion, la pieza que se
desea reproducir se recubre con un material
gue le confiera conductividad eléctrica, en este
caso plata, de modo de poder conectarse luego
al catodo de una celda electrolitica.

La metalizacién en fase vapor es una técnica
muy versatil para obtener un recubrimiento
conductor sobre una superficie no conductora,
que permite obtener recubrimientos de
excelentes caracteristicas. Esta  técnica
comprende la vaporizacion desde el material en
estado solido al ambiente gaseoso, el
transporte del metal vaporizado a las
inmediaciones del sustrato y la deposicién del
vapor sobre la superficie. Uno de estos
métodos es la pulverizacion por chispa
(“sputtering”).

El proceso de pulverizacion por chispa se
realiz6 en un equipo de “sputtering” BOC
Edwards, en atmosfera de argén, a 1,3x1073
mbar, con fuente de DC a 400W, partiendo de

un blanco de plata (figura 1) que es atacado
por el plasma de argon (figura 2) que se genera
a partir de la aplicacién de alto voltaje.

Figura 2: Detalle del plasma de argén generado por el
equipo de lafigura 1.

La superficie de la pieza esta formada por una
yuxtaposicion de pequefias pirdmides con
aristas y vértices, que deben reproducirse
fielmente para obtener un buen efecto
reflectante.

La observacion de la morfologia del
recubrimiento de plata y el mapeo de
elementos se realiz6 mediante un equipo de
microscopia electrénica de barrido (SEM).



RESULTADOS

Para lograr la conductividad eléctrica de la
pieza, la superficie de acrilico de la pieza se
recubri6 con una pelicula de plata
(metalizacion), de unos 100 nm de espesor
obtenida por pulverizacibn por chispa

(sputtering). En la Figura 3 (SEM), se aprecian
los resultados obtenidos. Se observa que la
pelicula de plata cubre la superficie de la pieza
en forma pareja y libre de defectos.
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Figura 3: Superficie dela pleza recublerta con pellcula
de plata.

El mapeo de elementos revel6 la presencia,
ademas de plata, de niquel, trazas de cobre y
azufre, atribuible a la contaminacion del blanco
utilizado (figuras 4, 5 y 6 respectivamente).

Figura 4: Elemento niquel, indicado por color violeta.

Figura 5: Elemento cobre, indicado por color rojo.

Figura 6: Elemento azufre, indicado por color verdoso.

Luego del recubrimiento de la superficie del
prototipo con plata, se procedi6 al
electroformado de una capa de niquel de 1,5
mm de espesor la cual fue posteriormente
desmoldada obteniendo el negativo de la pieza
(molde).

En la figura 7 puede observarse la pieza
original que se reprodujo (prototipo) y el molde
electroformado, obtenido a partir de la misma.
Se aprecia un copiado de alta fidelidad del
mismo debido a la buena adherencia entre la
pelicula de plata y la posterior capa de niquel.

'Figura 7

Prototipo y molde realizado por
electroformacion con niquel.

CONCLUSIONES

Se concluye que por medio de la metalizacion
con plata obtenida mediante “sputtering”,
logra una superficie apta para la elaboracion de
moldes por electroformacion.
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